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Herausforderung “Neues EDA-Tool”
— Inbetriebnahme

— Bibliothekserstellung

— Datenlbernahme

— Handling bei der Entflechtung

— Postprozess

— Sorgen, Probleme, Support

— Fazit
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Programmgliederung und Menugestaltung
— Klare Aufgabengliederung

— Bereitgestellte Menus und Kontext-Menus sind an die
Aufgabenstellung angepasst

File ew | Setup| Tools Help

Technology: [Libra.pttfin "C\Programme. ..\ Technology] ¥ |

Profie Fie:  [one] |
Cancel
E-ﬂ!ﬂle!:vfcﬁ J.Vincenz “LP2010 - Layouterfahrungen”
Einstellungen

— Designparameter wie Linien- oder Trackstarken,
Padstacks, Abstandsregeln, Layer-Stacks, Netzklassen
und Druck und Plot-Einstellung werden in der Technology
festgelegt.

7777

Technology: |Libary.ptfin ''C:\Programme’ i

Prafile File: [[None]

Fr Ty, | Lot T

e P e =
— Die Technologies fir Parts, Schematic und PCB's
unterscheiden sich in den einstellbaren Parametern.
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Einstellungen

— Generelle Einstellungen werden im Options-Dialog

vorgenommen.
5.:> Segment Mode: | Oithogonal ~] T Appy Seg Mode to Tal

55 Fle Edt Wiew Setup Output  Window  Help

- Edt Shaps Orthogonal Mitie At Comer
D& M| & |5 o | (1F pesinrule Sep File Extensions
- User Taols Find Size: |0.250 Type: & Mire £ Filet Tolerance: [2.500
General

+

P

g gl:f':mm % Show ‘Can Finish' and Has Loop Markers | Remove Loops

@ Online DRC I Track Hugging Alwaps Uses Minimum Gap ¥ Auta Share Tracks

P Warnings I~ Aluways Mark Net being edited I~ Allow Nets to be Joined

"3 ¥ Show Connection to Nearest Node [7 Obstacle Avoid

E I~ End On'Via - Adds Protected Via
Double Click Dperation (- Sheteh Track
£ Complete Track I™ Use Point To PeintMode % Mitte Flesult
& Finish Here I~ Use Giid When Sketching [ Uss Any Layer
£ Finish On ia

¥ Ghow Track Lerath Lirits
Legel -
leg:l |-

€ Swap Layer

Track Pushing

I¥ SpingBack [~ Push Vias

Tes: Scrasn Height e
Auto Correct Track. 5048
( Sk it test

¥ Mine Result

x

HILFA

Feinstleitertechnik

;
EInSte”ungen [wme A e Attrbute:

Eoard Substitution Char: l»?

—_— KOO rd i n ate n Syste m , gfg:kz:td ¥ Adjust To Readable Drientation [when doubled)

Companent Barting Character

DeS |g n 'G rb Be u nd Construction Ling [when doubled] - Matching Styles

Copper " By Name Only

&+ By Name And Value

Lagenzuordnung flr | oes SpsemFon
T || rnone |
. Imension " ByWalue Onk
™ Proportional Width Digits ¥ v
Dimension Lnits
bestimmte Drersen
H Error ~PCB Safebode
Designelemente I o e s n L
Mounting Hole

we rd en | n d en ot I~ Allow PCE Only single pin nets

et Class

Design-Seftings | | ST |
feStge | egt . Repart e [T —
o Pein

I~ Apply Al Spacing Fulss

Template
Testpaint ¥ Apply Footprint Changes
Text I Ignore Attibute White Space
Text Callout
Track
Mariank

Yia

Wire

Coordinate System
Haming
Flacement Sites

aK I Abbrechen | Dbemehmen
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Bibliotheksaufbau

— Die Bibliothek ist gegliedert in:

— Parts

— Footprints

Schematic Symbols

— PCB-Doc-Symbols (z.B. Fiducials, Logos)
Schematic-Doc-Symbols (z.B. Seitenverweis fiir Signale)

HILFA
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Padstacks, Tracks und Layer-Definition
— Padstacks werden in der Technology definiert

Technology [Library.ptf] - Styles - Pad Styles Edit D EERY x| x|
3 styles
% Pad Styles | | Mame Layer Shape width Name: |ESUU Used: [~ MLI
Track S [0 Y] o 1000
Line Styles | |wS00s i Round 0800 [~ Shape; Edit.
GO0 = Round 1600 .
st oo o Yo | Toe: [Round =] wir [r70 st |
3 R e ... Foune T ofset Joom [oooo Lengtt: [T700 feeUnied
cpacing Rules 7 i + " Round 170 I | ot |
Desian Rules 5700 > Round 1300
23 Layers ’ S ~ " Round 1100 WLI
Layers [ o0 T 70—
Layer Spans ™ [édim » " Round 140 i
Layer Classes S ~|  Round 120 e Thiough, @)
Materials b300 & Round 1700
CAM Plats MR (L 1800 =
attriute Names WL (Lttstop Round Ta | Sizer  [0500 Shape: [Found =l
ZUM (Bohrpls Round 0.000
[ Jsso0m o Roud ey | Offset [0.000 0,000
IS | Rourd 1300 Edit Pad Style By Layer |
[ [sicon ¥ Roud 700
| [wi0oom ~ Rourd 1500 . |hgng
7b1ﬂ[lﬂs ) Round 1.400 oK. Name:
wioonazos. v wal 1600 Layer N (LG 5
w10 ¥ Rourd 17
| [b1100s - Round 1500 1.100 Shape:
7b1 200 ) Round 2200 1.200
[t 200 < o 1600 1200 Type [Round =l ik [1.700
G ¥ Roud 600 200
1300 ~|  Round 2800 1.300 Difset: 0,000 |0.000 Length: [1.700
it 31m < R T ann 1 4m
I Orly Show Used Enires
Save Technology. Load Technalogy. [
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Padstacks, Tracks und Linien-Definition

— Tracks und Linien werden in der Technology definiert

x|

HILFA
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3 Styles
Pad Styles Hame With Technology [Librar, = e
i T = s =
Line Styles re0 0.060 Pad Styles Hame. Width _[Line Pattern|
Text Styles 70 007 Track Styles ¥ 0200 Delete
Hatch Styles tr&0 0080 0150
23 Rules tra0 0.030 Text Styles [ 0300 Delele U"”Sed
Spacing Rules ¥ [tr1o0 0100 Hatch Sle< 0.025+ |
tr120 0120 Styles
= NEtSD FUIRT Rulos ¥ |30 0130 g:‘ﬁ; B Pad Styles Hame Height [ Line Width Font
Het Names tridn 0140 29 et Track Styles | |Componert M1 270 0127 <System Stroke Fort=
et Classes ¥ |ir1s0 0150 et . Line Styles [_|pefo00 1000 0200 <System Stroke Fart=
Pin Hetworks v |80 0160 et CI m DB_1200 1200 0.200 <System Stroke Fort=
£ Layers tri70 0170 Ptz Hatch Styles 0200 <System Stroke Fants
Layers irigd GRE) = s ey rues 0200 <System Stroke Fart=
Layer spans Y[ 01 Lo Spacng Rues 0300 <Syslom Shoke Fort>
Layer Classes ¥ [tr200 0200 Layer Design Rules | |oB 0500 <System Stroke Fort-
Materisls Viater DFM/DFT Rules DB 6000 6000 0.500 <System Stroke Fort
A Plots camplots | =y et Dimensions 11,300 0.200 <System Stroke Fort=
Orill Sizes Orll Sces et Names Errors 1270 0130 =<System Stroke Fort=
attribute Names Attrbuie | Mt Classes Pin bames 11.270 0127 <System Stroke Fort-
Groups crows P Nebworks 0.800 0.050 <System Siroke Fori>
23 Layers | B 0.050 “System Stroke Fort-
Layers | lirs07350 0350 0050 <System Stroke Fort-
Layer Spans [ |rs0_a00 0.a00 0050 <System Stroke Fart=
Layer Classes [irs0_s00 0500 0.050 =<System Stroke Fort=
Materials
CAM Plots
Oril Sizes
Attribute Names
Groups
Save Technology: Load Technology: 0K | Abbrechen | Uberchinen Hife

J.Vincenz
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Padstacks, Tracks und Layer-Definition
— Layer werden ebenfalls in der Technology angelegt.

Text Styles
Hatch Styles
3 Rules
Spacing Rules
Design Rules
DFMIDFT Rules

Het Classes
Pin Networks

$ Layers
Layer Spans
Layer Classes
Materials
Ca Plots
Dril Sizes
Attribute Names
Groups

ayers - Layers

Name [ Associated Layer Class Side Bias Net Material | Th New.. |
i {ZUM (Bohrplan) Bahrplan Top Hone
{Fin Names b Top None: Edit |
fE'lEA B5 |poizeichen  Top Hone Dol I
EEY BS/ |Assembly  Top None
‘BER BS/ [BBR Top HNone
v PEI (L BS)  |Pastehask Top Hione
] 855 [Sikscreen Sy Tap Hone e
DB-Name Sikscreen  Top hone _I
ol hE (1 BS)  [SolderMask Top Hione Dvin
[ |Bs BiectricalTop Hone CuiT
¥ |LS (Lotseie) [Eiectrical __Botiom i Cu_1T
v hLN (L LS)  |Solder Mask Bottom Hone:
CL Name kscreen  Bofiom None
ol ik B Hone Wiew Layers.
FL (L L8)  |Paste Mask Botiom None
BLR LSB|BER Bottom Hone:
BV L Batiom Hane
BLA LS |polzeichen  Bottom hione
“Pin Narnes (Bottom) [ HNone:
UM (Umschntt & Mafe) D None

Mumber of Electical Layers: [2

Layer-Stack fur Bibliotheksaufgaben

Save Technology. Load Technology:

OK | | asbrechen | Obemehmen

Hife

J.Vincenz

“LP2010 - Layouterfahrungen”




Padstacks, Tracks und Layer-Definition
— Layer-Stack fur LP2010

=3
23 Stykes
Pad Styles [t Associated Layer Class Bias et Material | Thickness | & New. |
Track Styles 7 2N (Bohrpian) [Bohrpian o 0.000 ta |
Line Styles e Rahmen_BS [Rahmen None: 0000 it
Text Stykes ¥ Fintiames hion-Eieciri Top None G000 Dee_|
Hatch Styles 7 BB 85 |poizeichen  Top Hione: i
0 Rules ¥ = BS/ |Assemily  Top e 0000
Spacing fules i e EeR Top nione 0000
Design Rules T PB (Lotpastendruck BS)  |Paste Mask  Top None: 0000
DFMIDFT Rules ¥ DB (Bestickungsduck B5) |Siksereen Sy Top icne 0,000
Ditfaronial Pars 7 DB Name [Sikscreen Top Hione o 060
22 Nets T MEN (Lotstopmaske BS)  |Solder Mask_ Top one: 000
Net Names ¥ |B (Bestickungssete)
Mk Classes [=e
Pin Networks Layer 2) neg.
3 Layers
% Layers Layer 3)neg.

Layer Spans
Layer Classes

Layer 4) reg.

=
==
=
o
=
@
Materials =
CAM Plots Layer 5 neg. Fon
Orill Sizes =
Artribute: Names Layer B) neg. =
Groups
 [ITN (Layer 7) neg. )
507 o
¥[8 (Layer &) neq [ v
[ AN (Lohtcpeasie L) Brn e
E= | [Ltire oo B wone
A 19N (Layer 9) ned. [~ [ Bsstihungsnuck LE) [Sbscren Gy Bl o
() — FLiLotpscbminck 5 [Pocko sk Bt Mo
| BLR Eestibors B e
Only Shaw Used Enties el BLY (Betichmngyin LS8 assercn B W
I ony [ B (Bottickntyion L5 [ponechen BN Wam
[ P oo |bonBectieiBte o
" Pt L5 P Bitn o
Save Technology. Load Technolagy. I = pem
I OrkyShomelbznc Erirms Wianbes o Elsctscal Lavers [TE—

Sava Tachrdagy.. | Land Tachndaay
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Footprint-Definition
— Footprints mit dem Wizzard definieren

— Footprints aus bestehenden Footprints modifiziert
generieren

— Footprints manuell neu erstellen

Wizard - Type

L What kind of footprint do you wish to create?
W Technoloay
o e - g
Pads [ L F E=l N  conve
Silkscreen DIP  SOIC  SOJ SON CHPA CHP © PFin1
Placerment
 : m . g ConponentNare
W Finish - Paston:

COFF OFN  LCC  PGA  BGA

[ R I |

CAN AXAL SP MELF SOD  SOT

P
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Schematic-Symbol-Definition

— Schematic-Symbols mit dem Wizzard definieren
— Schematic-Symbols aus bestehenden Symbolen

modifiziert generieren

— Schematic-Symbols manuell neu erstellen

[
[Schematics Symbel Wizard - Type & et
q q e
) s What kind of symbel do you wish te create? & ewina
W Technology Fa
———————— [Oign [ wraan
Type
W e Hestangt © Cete & Finl &—
Styles ectangle
Component Nams Position >*—
Ping
W Finish o o ]
c &
% Segmented Rectangle sl —
(ol | ® LI
. o — W Tactnciogr
T Tringe -
A Spice Model Name *— [ TS
Triangl [al [af W s
Lo Timse Tk —
o
o ol *
fal [al
Default *—

<zuich [ weter> | abbrechen | Hife

Cheose the srytes ta se for this symbol

Fnse
e =

|

st [T =

Tt e
e |SOTEROET

|

(]

S Fo bk

Spacity the pins required on this symbol

i

Botors [T Lo e

T shwprmnoan T Frmntes o ond
T B g e o
[ |
Withaacergeit [00%) 2]
targhalpted: 500 3]

(e e =)

HILFA
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Part-Definition
— Parts mit dem Wizzard definieren

— Parts aus bestehenden Parts modifiziert generieren

— Parts manuell neu erstellen

Part Wizard - Type of Part Pathane

W st Specify type of pal
M Type of Part
W PanDetails & Nomnal Part
W PCE Footprints
" Connector
Power and Ground Pins
Sehematic Symbols € FCB Oy

Gate Pins Details " Schematics Orly

Attributes
€ Associated Pat
M- Finish
Summery:
Type: Normal Part
Name: Patl Wormal pas aie added (ot :
e Forthe Schematics design they el* < *¥
o
Power & Ground Pins: 0 using muliple gaies. -
Gate Count: 1
Symbol For the PCE desian, they must have at |

HILFA
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Datenubernahme

Schaltplandaten tibernehmen

— Data-Transfer der Schaltplandaten im ASCII-Format tber

den Wizzard
T eI

[\ MELTEMI-LP2010_Y¥1_34 (OrCAD) - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht ?

=lolx|

: 10.09.2009 12:18:53
: C:\pulsonix-Tlayouts\LP2010\schematic-ori\v1l-34\MELTEMI-LP2010_V1,

tten

10.09.2009 10:18:53
ne 10 min

ine 59275): Duplicate Part Name 1X1 has been renamed to 1x1__ 1.

ine 59454): Duplicate Part Name BC847 has been renamed to BC847___1.
ine 164449): Multiply named Component uUl7 at (2200.0,14900.0) onh page V
ine 164449): Net 'PA[0:31]" contains a single pin.

ine 164449): Net '-RES_P7_AT91_2V5' contains a single pin.

ine 164449): Net 'CH-L45N3-14' contains a single pin.

ine 164449): Net 'CH-L45P3-14' contains a single pin.

ine 164449): Net 'CH-L43N3-15' contains a single pin.

ine 164449): Net 'CH-L47P3-13' contains a single pin.

ine 164449): Net 'CH-L47N3-13' contains a single pin.

K]

HILFA
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Datenubernahme

Schaltplandaten tibernehmen
— Schwierigkeiten

Ausgabeformat aus OrCAD fehlerhaft/nicht
voll-kompatibel

Keine Sicherheit, dass Inhalte vollstandig
und fehlerfrei eingelesen wurden

Bezeichnungen der Parts stimmen nicht mit
der Bibliothek Gberein

Manuelle Nacharbeit des D
eingelesenen Schaltplans |l

g

O

HILFA
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Schaltplandaten tbernehmen
— Nacharbeiten

Manueller Austausch der Parts gegen Parts
aus der Bibliothek

Manueller/optischer Check der
Verbindungen nach Austausch der Parts

Ausgabe der Netzliste im PADs-Format als
Cross-Reference

Manueller Vergleich der PADs-Netzlisten im
ASCII-Editor

Manueller Nachtrag der Constraints als
Attribute im Schaltplan

HILFA
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PCB-Profile erstellen
— Board-Outline definieren

— Bauteile mit Platzierungsvorgaben setzen und fixieren

Insert Component:

Edt Wew Insst Setp Urities ook Output window el

= - Look In: |\u2[I1ELaH pal [in "C:"Programme’. .. \MasterLibraries'] LI Add
H&S oo ausIRREAFHAIRQQLH L V‘chpm

Filer [* Mo, Fins: [+ =
Matched: 110 of 110

Cancel

Pt [MEEE =] Pnsf

Desc:  [Connector

Footprint | DC-108 |

| 043

Fai: |

ENIRESC

[1]

I E—
Profilel *|

HILFA
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Schaltplan ins Layout Ubergeben
— Schaltplan &éffnen, Menupunkt ,Translate to PCB*
— Technology und Profile zuweisen

—[8]x]
Took | Quplt  Window Help - ex
DS H|& 0o |06 R R R K | Eecricol s Check Lis ZBES e ke
b 87| Sunchroniss Designs. i pzot0-154 E
= G =, D=sion Reuision Analyser. (%) Page1 2
)
y - PU[ATo15AMTE
T 43 uto Rename. Page2
g ~ | Auto Tnsert Testpoints
o user Taoks
o) B costomice
>
= 005
= B} FPGA-Equalizer
] Page7
ot B FPGA-Uxx_ GHD [
Paget
- B Moble-64 [S120
-l Pages
o Hulipower [Powe
Pagetn
KondensatorGrp
Paget 1
= [B1p2010-134FPGA-Equalizer:Page *| [ (P2010-134:/FPGA 10-2Pages* | [B] LP2010-134 Mutipower:Page10 * x |4 ol

HILFA
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Platzieren

— Automatische Platzierungsroutinen wie Auto-Placement
oder ,Place Around Board“ nicht effektiv

B Pulsonix - [PCB Design: ILFBE098 *]

2 Pulsoni - [PCB Design: ILFBEQ98 *] (B Bl Edt wew [nsert Setup Ubitiss Iooks Quput  Window Help

B B et vew D senp Wit Dok opr Wi NEH |G o mUSIRENOREHIQEYRAR s mBES amng
DEH[& o ol RRELOE [-]

oSN BEEcsaad

ot [ BB

58 neoeans +|

HILFA
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Platzieren

— Entweder alle Bauteile auBerhalb der Board-Outline nach
Schaltplan gruppiert platzieren

— Oder einzeln aus der Component Bin heraus platzieren

..“‘\Eurm"“

HILFA
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Platzieren
— Fazit: Manuelles Platzieren der Bauteile

HILFA

Feinstleitertechnik
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Routing
— Uberpriifen der Netzklassen-Zuordnung
— Definition der Design Rules

PCB Design:
[ Reruisoni - [PcB Design:ILF Technology [ILFA._LPZ0L0.ptf] - Nets - Net-Names i

P e Edit View Dsert Set [y siyles

llet Class. Guard Space | New.
; = Pad Styles
DEEIS Bl S s v T00chn L 000 =
3 i.
PR Line Styles v 100shm CML 0.000
~ Sott sty v 1000km ML 0.000 =
= Hatch Styles [V | 1000k CML 0.000
g 3 Res Lo 1000 CMLIO000 ] Delets Uruse]
v G
o g v 8 1ecbneisar (828 LP203051] - Rslen - Spaciea ulen
Design Rules

e

k= CFMIDFT Rules v I
] o y
24 Mets ¥ Tres
&l T
= et Classes g o
= Pin Netviorks g 21
72 3 Layers Y o
o Layers ¥ o150
Layer Spans ¥ o150
Fz$ Layer Classes ki o
3 Materidls v
= CAM Flots X
A Drill Sizes i
™ Attribute Mames : = Wel O
e Groups -  Mtehti Che P
v
3 v
v
= -
L v
- I~ OnpShon
4 ’ [emem s
G 1
2 ——  Save Technology.. | Load Technology
\e O\ 1F8E093 1| Lp201( &

-

B Techmobgy.. | Lol Technokogy. E Bbbwchen

Uewmtven

HILFA
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Routing
— Routen der Constraint-Driven Signale
— Zunachst Langenanpassung

3 Pulsonix - [PCB Design: ILFBEDSS *]

B fie B Ven et Sehp Ubties Took Qupub windg

Edit
[ B Ede Vew It e Wites Took Oupk Wndow Heb
1

i P
080 pne akEAesH Oewe 8]0 R | T o Proe

IR I 'R\ & row

Select

ARY
W ¥ Type Coordrate...

[y |

& Type Offset Umschalt++
B Lock
Change Layer

Gl

TFEREE T

Change Style. ..

#uto Correct Track,
Auka Mitre Selection
Unmitre Selection

U Smonth Selected Tracks

oo FattenNack Selsction

Hlly Reduce Serpentine Routing

b

i Remove Serpentine Routing

Unroute Track Segments

Ia

Unroute Track Path

| % Highlight Selection
31 add To Favourites
Properties...

HILFA

Feinstleitertechnik
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Routing
— Routen der Constraint-Driven Signale
— Dann Zufitgen der differentiellen Leitung

% Pulsonix - [PCB Design: ILFEEDSE *] Select

Cf| Ele Edt Vew Insert Setp Ublties Tooks OQutput  Winde Edit

2 crossProbe (2]

% Type Coordinate... +
& Type Offset.., Umschalt++
B Lock

Change Layer

Change Style...

[Fug Add Differertial Pairing StQHD

Auko Correct Track
i Auto Mitre Selection

%
2 Unmire Selection
!
& Smooth Selected Tracks

PlE D EEE

!
JI oo FattenNack Selsction

Hlly Reduce Serpentine Routing
i Remove Serpentine Routing
Unroute Track Segments

Unroute Track Path

\ # Highlight Selection
31 add To Favourites
Properties...

A EHBEE

HILFA
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Routing-Schwierigkeiten
— Kein Differential Fanout
— Langenanpassung nicht direkt fur Differential Pair

Select 3

wp  Utlities  Tools  Output  Window  Help

s RMNESOREH OFEBK QL R | TMHE S GO

s Tools Quiput W Edit N

Type Coordinate... +

Type Offset.., Umschalt++
& Lock

Change Style... 5

et »
PL. Remove Differential Pairing Strg+D

Swap Paired Tracks
Urioute Track Seqments

Unraute Track Path

# Highlight Selection
31 #dd To Favourites

HILFA
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Routing-Schwierigkeiten

— Differentielle Leitungen auf unterschiedlichen Lagen
haben unterschiedliche Leiterbahnbreiten und/oder
Abstande. Dies ist nicht Uber eine Netzklasse als
Constraint vorzugeben.

— Waéhrend des Designs mussten daher fur einen Teil der

differentiellen Leitungen neue Netzklassen definiert und
zugewiesen werden.

— Diese konnten nicht in den Schaltplan zuriick annotiert

werden, mussten also auch dort manuell nachgetragen
werden.

HILFA

Feinstleitertechnik

Powerplanes und Split-Planes

— Powerplanes werden in der Technology vorgegeben, dort
wird der Power-Lage das entsprechende Netz
zugewiesen. Warmefallen werden in der Technology

definiert Tecmoloo 1FA LP2010510 “Rules DR/DFE Rl =
= Sly'ffdst \ Flule Level
- o Styles .
Troch sty (r Desian C NetOess [
A e e | Tessiime | a Lne Styles
Test Styles estPans————————————————
Hatch Styles Piobe Side: [Botom x|
=4 Rules
e Rules

Min Probe Count perNet: [0 =]
robe On:

Design Rules
% DFMDFT Rules
Differential Pairs

Style: [Cross Hatched B

[ Teardiops.
Shape: | Triandl
i B
First Spoke Angle: 0.0 ¥ ngle: 60.0
Number DFSpokes: [ =] Apply Tor
i T S =] [¥ ThroughHole [~ Round Pads Ol
[¥ Surtace Mount
e fumimel Onhoganal Spekes: [
Brve Tootvoog. | | Lo ey
Save Technology... | Load Technology. [ Abbrechen | Ubemehmen mie |
4

Feinstleitertechnik
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Powerplanes und Split-Planes

— Bei Split-Powerplanes werden entsprechende Copper-
Templates auf der Power-Lage erzeugt, denen dann das
jeweilige Netz zugewiesen wird.

(fE Bl Edt Vew Insert Sstup Uiities Tooks ?utput

3 Pulsonix - [PCB Design: ILFBE0S8 *]

Copper
shaps

frea

Template »|

7 Act Poured

Termplt Pou Orde
Pou Status
St Plane
0K Abbrechen | Oberehen Hife

X S ELEEEE:
Gy Doc Symbol... GHE RN

B R L L T LT e
<& atbribute. Unmschalt+4

A Text Umschalt+T (243
T Compenent... Umschal+ I8
& Connection -
T Track

Cimension

GEesBEEES
igeéeeeeee 0l

Pl N EEEddddss:

il AR

oo+ e T e L T

HILFA
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Powerplanes und Split-Planes

— Die Isolation in Powerplanes wird mit den Spacing Rules
fur Copper festgelegt.

— Problem: Das Programm nimmt als Grundlage das Pad,

nicht die Bohrung, dadurch kommt es innerhalb der BGA's
zur vollstéandigen Isolation der inneren Anschllsse.

Fechosbocry [BLFA_L P10 4T] - rebes - Spacie Ruses

g Ltles Tk fuia

Ir
H = - o OEERES DT

GE&:id0ac

™ Use BownCeieine.

™ HoGane Congorent Pad b Pad Enars

a1
 MAThN et Pt

| Ssilahh AR BD S
- =

HILFA
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Powerplanes und Split-Planes

— Workaround: Zunachst werden alle Kupferflachen auf den
Signal-Lagen mit den entsprechenden Spacing-Rules
erzeugt und gefullt. Als letzter Schritt vor dem Design-
Rule-Check wird das Spacing fur Copper-Via auf 100um
gesetzt und die Powerplanes werden erzeugt.

R )
§iEEEEEG 5

T s B Cerireine.
T~ HoSane Cowgonend Pad b Pad Enors

K
Buroceon [T G (Hremams pomty ¢ e Ty | Lo Tk | [ T

HILFA

Feinstleitertechnik

Design-Rule-Check

— Wenn mit eingeschaltetem Online-DRC gearbeitet wurde,
sollten nicht allzu viele Errors Ubrig sein. Diese kénnen
Uber den Error-Browser direkt annavigiert und Uberprift
werden.

- ,Unvermeidbare® Errors (z.B. Bauteile, die Uber die Board-

Outline hinausragen), kénnen fixiert (locked) werden.

=

FH b Dak ok ek ek _=
W .
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8 wswoso [ G |
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Postprozess

Gerberdaten, Bohrdaten und Kontrollausdrucke

— Zusammenstellung und Anlage der Gerberdaten werden
in der Technology definiert.

— Darstellung und Plotausgabe fur Pads, Vias und
Testpunkte werden Uber die Layer-Klassen gesteuert.

Technology [ILFA_LP2010.ptf] - CAM Plots I x|
2 Styles. — =
Pact Styles Hame [Enabled  [Device Type[Process  |Scale [Rotate Mirror Position  [Area [stepF~ New,
Track Styl E2 ¥ Windows  LayerBBR(B Aot Auio Rotele AUM0Shft  DesignExe |
ack stles 1 Edi
Line styles Layer BBV (8
Text Styles | LoyerBBa (8 Deliz.
Hatch Styles Layer Rahme
23 Rules BBR W Gerber ayer BER (B1.000 Mo Rotation r Auto Shift  <Design Exte. r T
Spacing Rules ayer BB (5 _ow |
Design Rules ayer Rabme Down
DFMIDFT Rules =1 ©  Gerber ayer BBV (B11.000 Ho Rotation [ AuoShit  <DesinExte [
ayer BB (B
i [D\ffevenua\ Pairs. | e Fabe Add ToPlt I
ots
Het Names PB (Lotpastendruick BS) ¥ Gerber ayer PB (Lot 1.000 Mo Rotation [ AuoSnit  <DesignExs [
et Classes ayer Rebme Auto Gen
B Networks, b2 B2) ¥ Gerber ayer DB (Be 1.000 Mo Rotation [ AuoShit  <DesinExe [
28 avers e Rt |
Layers ayer Rabme
Layer Spans MBI (Latst te BS) ¥ Gerker ayer MEN (L 1.000 Mo Rotation r Ao Shift  <DesignExte T
Coercsies v Rame SteptFepeat |
Tktarids Bs ¥ Gerber ayer BS (Be 1.000 Auto Retate [ AuoShit  <DesinExte [
Cai pots ayer Rebme
TS 120 Layer 2 rees W ceer ayer 21 (La 1,000 AtoRass [ AuoSnt  Desgneds [
Loyer Rahme
Groups 20 (Layer 2)ne. (Fostive)| [ Gerber Layer i2N (La 1 000 Auto Rotate. [ AuoSnit <DesgnExs [
I3 (Laver 3) neg. V Gerber Layer 13n (La 1 000 Auto Rotate r Auto Shift  <Design Exte. [
4 | y |‘I
Possible Outputs Not Covered By Plots:
Coyer PinNames =
Rt E|
Laver 1502
Laver 1503 &
| I |
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Postproze
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Beispiel fr Einstellungen in den Layer-Classes

Edit Layer Class A Edit Layer Class x|
Class Mame: Class Name: |
Layer Typer  |MNon-Electrical - ™ Essential For Manufacture Laper Type:  [MoreElectrical il ™ Essential For Manufacture
- Pad Oversize: P Min Undersized Pad ————————— Fad Oversize o Min Undersized Pad:
* Absolute Size * Absolute Size
ID 000 0.000
 Percent of Pad Sz 0000 (  Petcert of Pad Size 0.000
~Pad Types: Pad Condition; Areas Pad Types Pad Condition Areas
[¥ Camponent Pads ¥ Surface Mount I” Campanent [ Component Fads I Surfacs Mourt I¥ Comporent
™ Doc Symbol Pads Through Hale: ™ Design W Doc Symbol Pads Through Hole: W Design
™ Bond Pads ™ Plated Board Cutouts ¥ Bond Pads F¥ Pated Board Cutouts
[~ Vias [~ Mon Plated ™ Unplated ¥ Vias ¥ Mon Plated ™ Unplated
[ Fiee Pads [~ Only If Testpaint [ Plated ¥ Fres Pads ™ Only If Testpoint ™ Plated
™ Mounting Holes ¥ Mounting Holes

[ Break Shapes
™ Break Around Pad
™ Break Around Test

Gop oI

Diaw/Plot Appearance
[¥ PadLand
™ DrilHale

I~ Board ¥isible

Comp. Items Visible
o In All Variants

Fleset Ta Default |

Break Shapes
I™ Break Around Pad
I™ Break Around Text

Gap: |0.000

Draw/Flot Appearance
™ Padland
™ Diil Hole

¥ Buoard Visible

r Comp. Items Yisible
In Al ariants

Reset To Default

Cancel

Einstellung fir

Layout, Break-

Paddarstellung im

Shapes-Verhalten

HILFA
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Postprozess

Einstellungen fir die Datenausgabe
— Die Parameter fir die Datenausgabe werden im ,CAM-
Plot-Menu* eingestellt.

Plot Preview | CAM Plots

- Dulput Device:

Plot Setings | il Sizes |

Folder For Dutput Files:

[Gerber

Save ToFie... | Load From Fie. [CivPDF

= [ sew | [This Folder |

Bronse.

Plotting area:

Harcware arcs: es
Hardware fil, Yes
Extended FilNo
Include apertures: Ves
Include format; Yes
Include names: ‘es
Uiks: millmeties
Type: Absolie

it Zeroes: Leading
Integer

Decimal 3

0,000, 0,000 to 100,000, 100,000 mm
Fiegistialion Paint: Auto Shit

Dutput File Hames Based O
[F DesignMame [ VarantName [ Plot Name
’—r Change Output Fie Name: —‘

Plot Report
¥ ViewwhenRun & SaveWith Outpul Files
I~ Append ToExisting € Save To Reports Folder

x|

[~ Plotting Area
Units: [ram oK |
Lower Left: Uppet Right Canoel
[0.000 [0.000 [100.000 [100.000

Apattures... |

[euto st | [oooo | [

"Hegislrannn Paint

Produce Windaws Verfication Plat Fived Aperture File
I Ecaled Tio Fit —‘ oniz\Geberdpetuies csv Browse..

DOptions: Faimat:

Hardware arcs: Yes Units: millmetres
Harchware fil: Yas Type: Absoluts

Evtended Fil:No GHE R
Incde apeitres Yoo
Inciuds format: Yas

Include names: Yes

General Commands:
[¥ Hardware Arcs (G74.G75)

¥ Hardware Fill [G36,637)

Cancel I

Change 0p I~ Extended Fil Commands [Start DOZ, Repsat DO1)

Mass Parameters:

¥ Include Aperture Commands (A0, AM)
¥ Include Format Commands (F5, MO]
¥ Irclude Marme Commands (IM, LM)

| RS-274-D I RS-274:

LFA

Feinstleitertechnik
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Postprozess

I StendardRepats ¥ User Feports Folder For Feport Fies:
[JTH Hetist 2] | [Desian Folder =l
Layer Fepot
Net Completon Report [
et Cist
Nets Freport
Pats List Joee

Pats List (Dalabase]
Paits List [Database] C5V

Repot File Names Based Or:

Patts List CSY/ [oesn Home Fepot e =]
B Acceptance (Datebase] Design Name + Repot T

PLE Acceptance Report I~ Append Ta Existing

Bauteilmittelpunkt-Koordinaten

— Fir die Ausgabe der Bauteilmittelpunkt-Koordinaten wird
ein selbstkonfigurierter Report genutzt.

— Fir die Ausgabe einer Netzliste fir den elektronischen
Bare-Board-Test kann der IPC-D-356 Report genutzt

werden.
Generate Reports R

eport Maker i

Avaisbls for. ¥ PCB

—loix)

Deseiiptio: [Pick and Place C5V Report 5

I PCB Library [ Pats Library

[

T~ Schematis [~ SOM Liary

PCE Spectication Sheet
Pick and Place.

Change Repott Fie Name:

LP2010-134j+ [Pick and Place C5V]

I spperd

Pin Count Fieport
Pin Networks P

n
Shorteut Keys Rieport By Command
Shorleul

Rt OupitTo: C Fie Orly
Ficc and Flace oV Repot e
I Programme\PuisorisPuisorisFormals\Fick. S ArERLGEE

© View Report Oriy

Seltings
™ Separate Feporie T~ Mo Headers

Make/Modiy User Fport  Report Maker
I uliple Headers
@y Urits for Stardand Fepart: 17 Uit

Generate Aepart.. | oK Cancel

Design Command: Formal Scipt
v o]

itibute Angle Uinits
Blark Lines Coadnate Urits Copy
Cancel Report el
Comrent Text "Pat Name'” Dok}
Coordina Urits Test "Sice"
oesontine ok Pl Coe (e ]
Dran Line Add > Ten "Placement Cent '
Dil Table Uinis (B Tex “Rolalion” Up
End O Line 5> Listof Comparerts
Frish Repot Comporent Name Dawn
Is Drawing Fiepat Whi 5> Pait Name
Line Length - side
Line Number B I i is equalto "TOP" Delte Al
Mok Line Test Top Placement E i Centie X Coord
Name Fiange Format Top laement E ens Centre Y Coord
Seleciion e |
Set Laper By Ehe

Bottom Plcement Eserts Conte X Coord | 122

Step & Repeat

[3 Carcel Test

J.Vincenz

“LP2010 - Layouterfahrungen”
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Unterstutzung

Hilfe und Support

— Die Online-Hilfe ist ausfuhrlich und kann kontextabhéngig
aufgerufen werden.

— Besonders positiv ist der kompetente und freundliche
Support durch die Firma Tecnotron aufgefallen.

— Die Entwickler der Software (West Dev.) reagieren prompt
auf Meldungen von Bugs, diese werden so schnell als
irgend maglich beseitigt, sie sind Ublicherweise im
nachsten Software-Build (,Zwischen-Release®) bereinigt.

— Diverse Anregungen zur Verbesserung der Software
wurden in den nachfolgenden Releases aufgenommen,
auch da ist festzustellen, dass das Entwicklungsteam nah
am Kunden arbeitet, unabhangig von der Anzahl der
eingesetzten Lizenzen.

Feinstleitertechnik J.Vincenz “LP2010 - Layouterfahrungen” 37

Fazit

Kann man mit einem gunstigen Tool h6chste
Designanforderungen erfallen?

— Die Antwort lautet ,JA" mit kleinen Einschrankungen im
Komfort und bei Automatismen.

— Diese kleinen Einschrankungen fallen jedoch weniger ins
Gewicht, wenn man bedenkt, dass zum Ausgleich keine
lange Einarbeitung in das Tool nétig ist.

— Generell gilt fur jedes Tool :

Feinstleitertechnik J.Vincenz “LP2010 - Layouterfahrungen” 38
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LP2010 —
Layouterfahrungen

Besonders danken méchte ich an

dieser Stelle der Firma Tecnotron

in Weissensberg fur die Hilfe und
Unterstitzung.

HILFA

Feinstleitertechnik

Feinstleitertechnik

LP2010 —
Layouterfahrungen

Haben sie noch Fragen? So es denn in meiner
Macht steht, will ich sie gerne beantworten.

Ich danke lhnen fir lhre Aufmerksamkaeit.

HILFA
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